
 
 

Module Plaque Mince  

Présentation 

Le module Plaque Mince  a été conçu afin d’analyser des matériaux fortement conducteurs  tels que des 

plaques de Silice ou de Carbure de Silicium, des profils en Aluminium ... 

 

La sonde est placée entre deux échantillons sous forme de plaque ayant une épaisseur de 1 à 8 millimètres. Les 

échantillons sont isolés des deux côtés avec des blocs isolants comme du polystyrène ou de l'air stationnaire. Une 

puissance électrique constante est envoyée dans la double spirale. 

 

 

 

Pour le module Plaque Mince , la puissance envoyée est comprise 

entre 0.1 et 10 W, la durée de la manipulation varie entre 1 et 10 s, 

et le diamètre de la sonde est compris entre 1 et 60 millimètres. Ces 

paramètres vont bien évidemment dépendre de l'épaisseur et du 

type de matériau. 

 

 

L'isolation force l'échantillon à conduire la chaleur dans la direction radiale de la sonde plane. Pendant la mesure, 

l’évolution de la tension à l'intérieur de la spirale est enregistrée. Cette tension est directement proportionnelle à 

l'augmentation de température à la surface de la sonde. Au cours de l’expérimentation, à partir des données de 

température, la conductivité  thermique, la diffusivité  thermique et la capacité calorifique  de la plaque mince 

sont calculées. 

Le module Plaque Mince  est dédié à des secteurs tels que : 
 
 

L’Industrie chimique :  développement de céramiques conductrices 

thermiques … 

L’Industrie métallurgique :  amélioration des performances de moules 

en acier, fonte, développement de nouveaux alliages … 

L’Industrie électronique :  conception de matériaux polymères 

dissipateurs de chaleur, caractérisation de nouveaux produits pour 

prévoir les échanges de chaleur … 

L’Industrie aéronautique :  élaboration et amélioration de produits 

composites à base de carbone, échangeurs thermiques … 

L’Industrie des matériaux :  création de nouveaux matériaux polymères 

conducteurs thermiques … 

�

Applications 



Pour les matériaux  fortement  conducteurs  (cuivre, argent, bronze …), la conductivité et la diffusivité thermique 

sont généralement élevées. Le flux de chaleur atteint très rapidement les limites de l’échantillon et l’estimation des 

paramètres est généralement faussée.  

Pour avoir une bonne estimation avec le Module Standard, il faudrait utiliser des échantillons aux dimensions très 

importantes (difficile à obtenir dans certains types d’applications comme l’électronique ou l’aéronautique). 

Une alternative à cette contrainte de dimensionnement a été pensée et conçue par Hot 

Disk : le module Plaque  Mince .  

Ce module permet de réaliser des estimations de paramètres thermiques sur des 

échantillons sous forme de plaque mince (épaisseur de 1 à 8 mm) avec une 

conductivité thermique supérieure à 10 W/m.K . 

La traçabilité de l’expérience est assurée par une interface, quasi identique à celle du Module Standard, dans 

laquelle l’opérateur renseigne les informations sur les conditions expérimentales (référence de l’échantillon, 

épaisseur de la plaque…). 

A la fin de l’expérimentation, l’affichage des courbes expérimentales 

permet une vérification rapide du bon déroulement de l’essai. En sus, le 

rappel des données de l’expérience permet à l’opérateur d’avoir une vue 

globale de la manipulation.  

En quelques clics, on obtient les paramètres thermophysiques recherchés 

(conductivité, diffusivité thermique …) et des indicateurs de validité de 

l’essai (profondeur de pénétration, élévation de 

température…). 

 
 
 
 

 

Compétences techniques  

Logiciel 
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